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[table_main] 东海行业研究类模板 
◎投资要点： 

全球缺芯潮带来的半导体国产替代机会  今年以来，全球各制造领域尤

其是汽车行业遭遇的半导体器件短缺成为了市场关注的焦点。此次广泛的半导

体供给不足是需求端、供给端以及突发事件等多种因素综合导致的结果，持续

时间及影响范围超出市场预期，为国产半导体行业的发展带来了机遇。 

半导体设备领域：2020 年以来，半导体设备制造商销售回暖趋势明显，

全球几大核心晶圆制造厂商均抛出超越市场预期的资本开支计划。虽然此后受

到新冠疫情全球性扩散的冲击，但从产品销售规模的增长趋势来看，上游市场

对于半导体设备的整体需求并未减弱。此外，国内晶圆制造产业迎来快速扩张

期，将给上游设备市场带来成长机遇。目前国内半导体设备国产化率普遍较低，

全球半导体设备市场依然由美国主导，装备环节在中美贸易摩擦的环境中极容

易成为遏制国内产业链正常运转的关键性一环。在大基金二期的有力推动以及

外部环境催化的共同作用下，半导体设备领域的重要性将进一步凸显。 

半导体硅片领域：硅片行业周期与半导体行业周期基本同步，5G 手机，

数据中心以及汽车电子等将成为硅片行业未来需求增长的核心驱动力。行业整

体竞争格局表现为市场集中度高、进口依赖度高。中国大陆半导体硅片销售规

模增长快于全球平均，从供需格局来看，供给缺口目前仍然存在。2021 年全

球新增晶圆产能有望创下历史新高，大陆半导体晶圆产能扩张趋势延续，大量

新建晶圆制造产能将按规划落地，未来国产硅片的替代趋势值得关注。 

半导体封测领域：6 月，中国台湾半导体封测大厂京元电子竹南厂发生

聚集性感染事件。此后，随着感染人数的增多，相关部门要求该公司的外籍移

工自 7 日起全面停工 14 天，京元电预估 6 月产量减少 30%至 35%。相对其他

产业链环节，大陆半导体行业在封测领域具有较强的市场竞争力。考虑到台厂

停工、东南亚封锁等因素影响当地半导体封测产能，将可能导致部分订单转向

大陆企业，封测端企业尤其是龙头上市公司的后续业绩有望受益。 

功率半导体领域：新能源汽车拉动 IGBT 用量，国产缺口亟待填补。IGBT

是新能源汽车中最为核心的部件之一，应用于电控系统、车载空调控制系统、

充电桩等多个方面，同时具备较高的价值占比。随着新能源汽车制造等领域的

快速增长，国内 IGBT 市场规模已达到全球市场的 45%以上，而对应的国产产

能还存在巨大的缺口。近年来，国内功率器件厂商积极布局 IGBT 领域，未来

拥有较大的国产替代空间。 

风险提示：1、宏观经济波动风险；2、下游市场需求不及预期风险；3、

中美贸易摩擦风险；4、全球疫情持续扩散风险。 
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1.半导体供应紧张状况持续 

今年以来，全球各制造领域尤其是汽车行业遭遇的半导体元件短缺成为了市场关注的

焦点。自 2020 年 12 月大众公司传出停产消息以来，陆续有多家汽车制造商因芯片短缺遭

遇了短暂停产。从上游交货期看，几家主要车用半导体供应商的交货期都出现了明显的延

长趋势，部分厂商的交货期甚至要达到一年左右。芯片行业整体的平均交货期在 4 月时已

经延长到了 17 周。而自 3 月起，汽车制造商的停产事件变得更加频繁，且影响范围覆盖

到了欧美、日韩以及中国国内的汽车品牌。中汽协也在近期发布 4 月汽车产销量时表示，

芯片供应问题对企业生产的影响可能重点从二季度开始显现。从问题发生的源头来看，此

次广泛的半导体器件供给不足最早可追溯到去年 10 月，发展到目前阶段是多种因素综合

导致的结果。 

表  1 3 月部分汽车制造商停产情况 

时间  厂商  停产情况  

3 月 17 日 沃尔沃 暂停或调整中国和美国生产 

3 月 17 日 
丰田 

削减北美四座工厂产量 

3 月 21 日 捷克小型车工厂停产 

3 月中旬 日产 
美国的两家工厂及墨西哥的一家工厂，将从 4 月 1 日开

始停产 5 天 

3 月 18 日 福特 取消两家工厂 F-150 皮卡和 Edge SUV 的生产计划 

3 月 16 日 

本田 

美国和加拿大工厂停产一周 

3 月 17 日 墨西哥所有工厂自 3 月 18 日停产 

3 月 23 日 部分北美工厂延长停产至 3 月 29 日 

3 月 23 日 现代 自 4 月开始面临生产中断 

3 月 3 日 

通用 

延长三家工厂停产时间 

3 月 11 日 密歇根工厂自 3 月 15 日停产，复产时间待定 

3 月 15 日 部分工厂改产无燃料管理模块的皮卡 

3 月 26 日 蔚来 合肥工厂停产 5 日 

3 月 26 日 Stellantis 
暂停旗下五家北美工厂的生产，暂停从下周开始，可能

维持至 4 月中旬 

资料来源：集微网，东海证券研究所 
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 图  1 芯片平均交货期在 2021 年快速拉长 

 

资料来源：彭博社，东海证券研究所 

 

1.1.需求端驱动因素 

从半导体需求端来看，全球疫情带来的居家办公、线上学习时间的增长以及各国积极

开展的消费推动政策都明显地带动了各类电子产品需求量的增长。以个人电脑为例，2020

年全球 PC 市场出货量同比增长 13.1%，达到 3.03 亿台。平板电脑出货量达到 1.64 亿台，

同比增长 13.6%。相比之下，2019 年全球 PC 出货量增速仅有 4.8%，平板电脑出货量更

是较 2018 年下降了1.5%，且处于连续下降的趋势中。从 20Q4出货量继续保持高位来看，

PC 类电子产品年内有望保持增长趋势。 

表  2 2020 全球前五大传统 PC厂商出货情况 

厂商  
2020 出货量  

（百万台）  
2020 市场份额  

2019 出货量  

（百万台）  
2019 市场份额  同比增长率  

1、联想 72.7 24.0% 64.9 24.2% 12.0% 

2、惠普 67.6 22.4% 62.9 23.5% 7.5% 

3、戴尔 50.3 16.6% 46.5 17.4% 8.1% 

4、苹果 23.1 7.6% 17.9 6.7% 29.1% 

5、宏碁 21.0 6.9% 17.1 6.4% 22.9% 

其他厂商 67.9 22.4% 58.4 21.8% 16.4% 

合计 302.6 100.0% 267.7 100.0% 13.1% 

资料来源：IDC，东海证券研究所 
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 表  3 2020 全球前五大平板电脑厂商出货情况 

厂商  
2020 出货量  

（百万台）  
2020 市场份额  

2019 出货量  

（百万台）  
2019 市场份额  同比增长率  

1、苹果 53.2 32.5% 49.9 34.5% 6.7% 

2、三星 31.3 19.1% 21.7 15.0% 44.4% 

3、华为 16.0 9.8% 14.8 10.2% 8.5% 

4、联想 14.1 8.6% 8.5 5.9% 66.4% 

5、亚马逊 14.0 8.5% 13.0 9.0% 7.5% 

其他厂商 35.5 21.6% 36.7 25.4% -3.2% 

合计 164.1 100.0% 144.5 100.0% 13.6% 

资料来源：IDC，东海证券研究所 

 

从汽车领域的需求来看，2020 年上半年由于受到疫情冲击的影响，全球汽车需求一

度陷入萎靡，4 月时全球汽车销量同比下降了 43%。截止到 3 月，就有包括戴姆勒、大众、

菲亚特、标致等 12 家的海外汽车制造商已经关停或计划关停的工厂超过 100 家，全球各

大整车厂商纷纷加入了芯片砍单的行列。而到了下半年，全球疫情蔓延得到初步控制，汽

车需求迎来了快速回暖。到 9 月时，销量已经基本恢复到 19 年同期的水平。而新能源汽

车的销量表现更是超出市场预期，全年销量超过 320 万辆，同比增长了近 40%。汽车行业

需求端的恢复速度远超整车厂预期，厂商集中订购车用芯片给供应链带来了比较大的压力。

由于芯片厂排产一般要早于整车出货 5 到 6 个月，因此在疫情初期车厂减少芯片订单后，

在汽车销量快速回暖上升时错过了可用的晶圆产能，导致当下汽车芯片的出货速度无法满

足下游车企的需求。 

图  2 内地乘用车销量数据  图  3 全球新能源汽车销量 

 

 

 

资料来源：同花顺 iFinD，东海证券研究所  资料来源：同花顺 iFinD，东海证券研究所 

 

智能手机厂商提前备货占用晶圆产能   自 2019 年被美国列入实体名单后，华为有明

显的提升自身存货储备的趋势，尤其在去年的 9 月 15 日断供日前从台积电等供应商处提

前下单，囤积了大量芯片储备。同时，其他手机厂商尤其是正在开拓欧洲、非洲等海外市

场的国产品牌为了预防可能出现的冬季疫情反复、供应链再度封锁的情况，选择提前下单

锁定上游产能，都进一步推动了超预期的半导体需求增长。 
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1.2.供给端驱动因素 

从半导体供给端来看，全球疫情蔓延对去年各地晶圆厂的开工率造成了一定程度的影

响。同时，晶圆产能的扩张会受到光刻机等核心制造设备供应的制约，产能扩张速度相对

较慢。2018-2019 年受到下游需求收缩及中美贸易战等因素的影响，芯片制造企业的扩产

意愿整体不高，体现在这两年的半导体设备销售额同比出现了下滑，并最终反映到行业近

阶段的产能增长不足上来。 

图  4 北美半导体设备销售额  

 

资料来源：SEMI，东海证券研究所 

 

同时，汽车行业所使用的的半导体元器件主要使用成熟制程产能，并非近几年来行业

主要扩产的先进制程，全球供给能力基本固定。其中 8 英寸晶圆的需求量占到了车用半导

体需求中的 79%，而对应更高制程的 12 寸晶圆需求占比仅为 12%。 

从晶圆需求量看，车用半导体晶圆总需求将从 2018 年的约 200 万片每月增长到 22

年的 315 万片每月，其中 8 寸片的年均需求增长率将超过 10%。而据 SEMI 统计，2013

年到 2019 年全球 8 英寸晶圆产能的复合增速仅有 3%左右，明显低于车用芯片的需求增

长速度。 

图  5 车用半导体晶圆需求占比（按面积）   图  6 全球 8 英寸晶圆产能（百万片 /月） 

 

 

 

资料来源：Strategy Analytics，东海证券研究所  资料来源：SEMI，东海证券研究所 
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1.3.突发事件加剧行业供给不足 

除了供需端因素外，行业内的各种突发状况也加剧了半导体行业特别是车用芯片供给

不足的情况，包括：2020 年 10 月，美国制裁中芯国际，影响其扩产进程；11 月，意法半

导体等欧洲半导体工厂发生频繁罢工；2021 年 2 月，美国德州暴雪，三星、恩智浦、英

飞凌晶圆厂受灾停工；2 月，日本福岛地震，瑞萨电子、信越化学等企业产线受损；3 月，

日本瑞萨电子工厂火灾；4 月至今，全球晶圆代工重镇中国台湾地区遭遇历史性旱灾等。 

图  7 2 月德州大雪导致多家晶圆厂停工   图  8 瑞萨电子 3 月发生火灾事故 

 

 

 

资料来源：集微网，东海证券研究所  资料来源：集微网，东海证券研究所 

 

从近期的行业动态来看，部分因突发事件受到影响的车用半导体产能已有逐步恢复迹

象，一些关键性的半导体零部件的供应恢复后有利于下游汽车等下游应用端的产能恢复，

从而带动整个行业的需求增长。今年三到四季度半导体产业链有机会迎来一个量价齐升的

有利局面。经历此次缺芯事件，可以预计汽车制造商以及一二级供应商都会进一步加大引

进多家供应商的力度来保证突发状况下车用半导体产品的正常供应，为国产半导体领域的

发展带来机遇。 

 

2.设备端：持续受益于下游资本开支增长 

各大晶圆厂制程竞争激烈，资本开支持续扩张  自 2020 年以来，全球几大核心晶圆

制造商均抛出了超越市场预期的资本开支计划，虽然此后受到新冠疫情全球性扩散的冲击，

但从行业销售规模的增长趋势来看，下游市场对于半导体设备的整体需求并未减弱。目前

各大晶圆厂仍在积极进行制程竞赛，未来将持续投入先进制程的量产推进。 

国际半导体产业协会 SEMI 在全球半导体设备市场统计报告中指出，2020 年全球半导

体制造设备销售额从 2019 年的 598 亿美元猛增 19％，达到 712 亿美元的历史新高。其中

中国大陆首次成为全球最大的半导体设备市场，销售额增长 39％，达到 187.2 亿美元。中

国台湾地区是第二大设备市场，其销售额在2019年呈现强劲增长后，在2020年保持稳定，

达到 171.5 亿美元。 

表  4 全球半导体设备地区销售情况（十亿美元）  

地区 2020 2019 YoY 

中国大陆 18.72 13.45 39% 

中国台湾 17.15 17.12 0.2% 
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韩国 16.08 9.97 61% 

日本 7.58 6.27 21% 

北美 6.53 8.15 -20% 

欧洲 2.64 2.28 16% 

其他地区 2.48 2.52 -1% 

总计 71.19 59.75 19% 

资料来源：SEMI，东海证券研究所 

 

国内晶圆厂近几年进入投产高峰期  在集成电路市场快速成长的背景下，国内集成电

路制造领域迎来了快速扩张期。根据 SEMI 中国半导体硅晶圆展望报告，国内晶圆厂产能

将从 2015 年的 230 万片每月增长到 2020 年的 400 万片每月，CAGR 达到 11.7%。 

表  5 国内近年投建的部分晶圆厂项目 

公司 地点 产品 产能（k/月） 达产时间 

台积电 南京 逻辑芯片 20 2018 

联华电子 厦门 逻辑芯片 50 2019 

力晶科技 合肥 逻辑芯片 40 2019 

格罗方德 成都 逻辑芯片 20 2019 

长江存储 武汉 3D-NAND 300 2019 

合肥睿力 合肥 DRAM 125 2019 

英特尔 大连 逻辑芯片 70 2020 

SK 海力士 无锡 3D-NAND 60 2020 

三星 
西安 3D-NAND 100 2020 

北京 3D-NAND 70 2020 

中芯国际 
上海 逻辑芯片 70 2020 

深圳 逻辑芯片 40 2020 

华力微 上海 逻辑芯片 20 2020 

资料来源：Wind 数据库，东海证券研究所 

 

国内晶圆制造规模扩张有望拉动上游产业发展  根据 IC Insights 的数据，2019 年，

中国大陆纯晶圆代工销售额达到 114 亿美元，较 2018 年增长 6%，是全球唯一实现正增

长的地区。而随着国内晶圆制造产能的持续释放，产业链上游的半导体设备环节也将迎来

难得的成长机遇期。 
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 图  9 全球纯晶圆代工市场规模（亿美元） 

 

资料来源：IC Insights，东海证券研究所 

 

全球半导体设备市场目前仍由美国主导，对国内行业发展形成不利   在 2019 年全球

半导体设备厂商前 5 位中，应用材料、泛林半导体、科磊均为美国企业。以这三家企业为

代表的美国半导体设备厂商占据了全球市场中超过 40%的份额。无论是台湾地区的代工厂，

还是内地晶圆制造企业所使用的核心设备中都有相当一部分来自美国，因此设备环节在中

美贸易摩擦的环境中极容易成为遏制国内产业链正常运转的关键性一环。 

表  6  2019 全球半导体设备厂商前 10 强  

2019 排名 公司 所在地 
2019 营收（百

万美元） 

2018 营收（百

万美元） 
YoY 

1 应用材料 美国 11,049 12,874 -14.18% 

2 阿斯麦 荷兰 10,800 9,911 8.97% 

3 东电电子 日本 10,338 11,639 -11.18% 

4 泛林半导体 美国 9,549 10,871 -12.16% 

5 科磊 美国 3,913 3,320 17.86% 

6 斯科半导体 日本 2,200 2,239 -1.74% 

7 爱德万测试 日本 1,853 2,539 -27.02% 

8 ASMPT 新加坡 1,770 2,206 -19.76% 

9 泰瑞达 美国 1,553 1,492 4.09% 

10 日立高科 日本 1,412 1,335 5.77% 

 54,437 58,246 -6.83% 

资料来源：Chipset，东海证券研究所 
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图  10 2019 全球半导体设备市场份额  表  7 美国半导体设备企业主要产品  

 

 

公司 优势产品 

应用材料 
PVD、ICP 刻蚀、量测、离

子注入、CMP 等 

泛林半导体 清洗、刻蚀、CVD 

科磊 量测 

泰瑞达 测试 
 

资料来源：Chipset，东海证券研究所  资料来源：公司官网，东海证券研究所 

 

半导体设备国产化率仍较低，大基金二期有望持续助力行业发展   目前国内半导体

设备国产化率普遍低于 20%，对此国家集成电路大基金二期提出：“二期基金将对在刻蚀

机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域已布局的企业保持高强度的持续支持，推动龙

头企业做大做强，形成系列化、成套化装备产品。同时加快开展光刻机、化学机械研磨设

备等核心设备以及关键零部件的投资布局，保障产业链安全。”在大基金的有力推动以及外

部环境催化的共同作用下，半导体设备领域的重要性将进一步凸显。 

表  8 半导体设备国产化率 

设备 国产化率 国内供应商 

单晶炉 <20% 晶盛机电、华盛天龙、北方华创等 

光刻机 <10% 上海微电子、中电科 45 所、沈阳芯源 

刻蚀机 <5% 中微半导体、北方华创等 

离子注入设备 <10% 中电科 48 所、中科信等 

CVD/PVD 10%-15% 北方华创、中电所 45 所等 

氧化扩散设备 <10% 上海微电子、北方华创、中电科 48 所 

键合机 <20% 上海微电子、中电科 45 所等 

划片机 <20% 中电科 45 所、大族激光等 

减薄机 <20% 中电科 45 所、方达研磨等 

检测设备 <20% 上海微电子、长川科技、华峰测控等 

分选机 <20% 中电科 45 所、长川科技、长海中艺等 

探针台 <20% 中电科 45 所、长川科技等 

资料来源：产业研究院，东海证券研究所 

 

3.材料端：硅片替代空间值得关注 

硅基半导体材料是目前产量最大、应用最广的半导体材料，90%以上的半导体产品是

用硅基材料制作的。半导体制造材料主要包括硅片、电子特气、光掩膜、光刻胶配套化学

品、抛光材料、光刻胶、湿法化学品与溅射靶材等。其中硅片作为最主要的原材料，成本

占比接近 37%。 



                                                                                                     

 

HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN                                                 12                                                 市场有风险，投资需谨慎 

[table_page1] 行业深度 

 图  11 半导体制造主要材料成本占比 

 

资料来源：沪硅产业招股说明书、东海证券研究所 

 

半导体硅片的尺寸（以直径计）主要包括 50.8mm（2 英寸）、76.2mm（3 英寸）、100mm

（4 英寸）、150mm（6 英寸）、200mm（8 英寸）与 300mm（12 英寸）等规格。截至 2019

年，应用于半导体领域的硅片中，12 英寸占比 70%，8 寸占比 23%，6 寸及以下约占 6%。

整体来看，大尺寸硅片的应用占比正在持续提升。 

图  12 全球硅片出货面积增长（百万平方英寸） 图  13 各尺寸半导体硅片出货面积占比变化 

 

 

 

资料来源：SEMI、东海证券研究所  资料来源：SEMI、沪硅产业、东海证券研究所 

 

向大尺寸硅片演进能够提高生产效率并降低成本   硅片尺寸越大，在单片硅片上制

造的芯片数量就越多，单位芯片的成本随之降低。同时，在圆形硅片上制造矩形的芯片会

使硅片边缘处的一些区域无法被利用，会导致部分硅片面积被浪费。硅片的尺寸越大，相

对而言硅片边缘的损失会越小，有利于进一步降低芯片的单位成本。在同样的工艺条件下，

12 英寸（300mm）半导体硅片的可使用面积超过 8 英寸（200mm）硅片的两倍以上，可

使用率（衡量单位晶圆可生产的芯片数量的指标）达到 8 寸硅片的 2.5 倍左右。 
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图  14 半导体硅片技术演进 

 

 图  15 8 英寸硅片与 12 英寸硅片对比 

 

 

 

资料来源：《芯片制造》、东海证券研究所  资料来源：半导体制造技术、东海证券研究所 

 

中国大陆半导体硅片销售规模增长快于全球平均   2016 到 2018 年间，中国大陆半

导体硅片销售额从 5.00 亿美元上升至 9.92 亿美元，年均复合增长率高达 40.88%，远高

于同期全球半导体硅片的复合增长率 25.65%。作为全球最大的半导体产品终端市场，同

时随着国内芯片制造产能的持续扩张，内地半导体硅片市场的规模也有望继续以高于全球

市场的速度增长。 

图  16 中国大陆半导体硅片市场增长情况 

 

资料来源：沪硅产业招股说明书、东海证券研究所 
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 图  17 中国大陆硅片销售增速超全球平均水平（2010-2018）  

 

资料来源：SEMI、东海证券研究所 

 

汽车电子化率提升以及自动驾驶技术的不断成熟将带动汽车电子系统市场高速成长。 

汽车电子市场规模的增长主要源于传统车辆在电子功能方面的扩展、自动驾驶技术的不断

成熟以及电动汽车行业的快速成长。SUMCO 预计全球汽车电子系统市场在 2018-2030 年

的复合增速将达 6.3%。 

汽车电子市场规模扩大将拉动特别是 8英寸硅片需求  汽车电子芯片主要使用8 英寸

及以下抛光片与 SOI 硅片。近年来，车用功率器件、传感器等领域的生产商开始将部分产

能从 6 英寸转移至 8 英寸。汽车电子市场规模的扩大将拉动 8 英寸抛光片与 SOI 硅片的需

求，该领域的需求自 2018 到 2022 年的复合增速预计将达到 11%（等效 8 英寸）。 

图  18 全球汽车电子系统市场增长 

 

 图  19 汽车电子对半导体硅片需求增长  

 

 

 

资料来源：SUMCO、东海证券研究所  资料来源：SUMCO、东海证券研究所 

 

全球半导体硅片市场未来有望迎来需求量的持续增长  根据 SUMCO 在 2020 年三季

度公布的数据，全球 12 英寸硅片市场需求约 660 万片/月，8 英寸需求约 500 万片/月。随

着远程办公和 5G 通信服务的普及，预计 12 寸硅片的需求将继续稳定增长，尤其是对智能

手机和数据中心中的逻辑芯片的需求。尽管新冠疫情导致全球经济下滑，但 2020 年下半

年以来 8 英寸晶圆的需求已经开始恢复，增长主要来源于汽车电子的需求，预计 2021 年

及之后的需求量也将迎来全面回暖。 
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图  20 全球 12 英寸硅片需求量（百万片/月）  图  21 全球 8 英寸硅片需求量（百万片/月） 

 

 

 

资料来源：SUMCO、东海证券研究所  资料来源：SUMCO、东海证券研究所 

 

从中国大陆的供需格局来看，供给缺口目前仍然存在  智研咨询预测，随着我国晶圆

产线大规模投产，2020 年我国 12 英寸硅片需求量将达 105 万片/月，8 英寸硅片需求量将

达 96.5 万片/月，如果以 2018 年底国产硅片投产产能计算，2020 年我国 12 寸硅片的供

需缺口为 95 万片/月，8 寸硅片的供需缺口为 44.5 万片/月。大硅片供给量增速低于需求量

增速，国内芯片制造商在大规模扩产下急需补足硅片来源，为国产硅片制造商带来了机遇。 

图  22 中国大陆硅片需求量增长（2017-2020，万片/月）  

 

资料来源：SEMI、SUMCO、东海证券研究所 

 

国内晶圆厂曾遭砍单，倒逼大尺寸硅片国产化进程加速  从历史经验来看，硅片巨头

SUMCO 曾在 2017 年 5 月全球硅片缺货时选择砍掉中国大陆 NOR Flash 厂武汉新芯的硅

片订单，优先供货给台积电、英特尔等大厂以保证其硅片供给，类似的行为将加剧我国大

尺寸硅片不足的困境。为了预防此类事件再次发生，国内芯片厂商有必要增加对国产大硅

片的使用量。 

本土硅片厂商陆续开启大硅片扩产计划  近年来，在内地半导体市场需求持续扩张，

以及巨大的硅片供给缺口存在的背景下，国内各大半导体硅片厂商纷纷发布了投产规划。

不仅有以超硅半导体、硅产业集团、中环股份等为代表的国产硅片厂商，还包括国际硅片

大厂在大陆的合资企业如郑州合晶（中国台湾合晶投资）等。而其中 8 英寸、12 英寸的大

尺寸硅片成为了内地硅片厂商扩产的重点。 
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 根据芯思想研究院的数据，截至 2020 年 12 月，中国大陆拥有量产 12 英寸生产线的

公司有 15 家，到 2021 年底前还将有新公司进入。而在产能方面，截至 2020 年底国内 12

英寸硅抛光片装机月产能约 42 万片，到 2021 年底则将增长 3 倍至 150 万片/月以上的规

模。考虑到装机产能与实际产量的差别，以及目前国内 12 寸硅片装机产能中超过 90%为

控片、挡片等测试片产品，国内 12 英寸晶圆的国产供给缺口在一定时间内仍将存在。 

图  23 中国大陆 8/12 英寸抛光、外延（EPI）硅片布局 

 

资料来源：芯思想研究院、东海证券研究所 

 

行业竞争格局——市场集中度高   半导体硅片市场目前主要被日本、德国、韩国、

中国台湾等国家和地区的知名企业占据，前六大厂商合计市场份额达 92%。其中，日本企

业信越化学和 SUMCO 合计份额接近一半。12 英寸硅片集中度更高，前五大厂商占比高

达 96%。 

图  24 全球半导体硅片行业竞争格局  图  25 12 英寸硅片市场占有率情况 

 

 

 

资料来源：芯思想研究院、东海证券研究所  资料来源：SEMI、东海证券研究所 
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 大陆是全球硅片重要需求市场，但国产自给率低，未来替代趋势值得关注   随着中

国大陆晶圆代工厂的陆续崛起，2020 年中国大陆 12 英寸硅片需求量的全球占比超过了

15%，但国产化率仍旧很低。同时，国产硅片厂商的产能利用率以及正片比率都比较低，

在国内 8 英寸领域的产能占比也不到 50%。随着规划产能的逐步落地，未来国产硅片的替

代趋势值得关注。 

 

4.封测端：台湾及东南亚疫情或带来转单利好 

6 月，中国台湾半导体封测大厂京元电子（King Yuan Electronics）竹南厂发生聚集

性感染事件，确诊人数此后连续上升，截至 6 月 14 日，京元电子厂共有 332 人确诊。京

元电子是目前全球半导体领域第七大的封装测试企业，同时作为偏重测试业务的企业，公

司测试营收排名全球第二。在封测行业中，还有包括行业龙头日月光（30%），以及力成科

技（8%）、南茂科技（2%）等公司均为台湾地区企业。而相对其他产业链环节，大陆半导

体行业在封测领域具有较强的市场竞争力，包括长电科技（12%）、通富微电（5%）、华天

科技（4%）等公司均能排入市场占有率的前十名。 

针对此次疫情爆发，京元电子宣布相关厂区自 4 日夜班到 6 日日班停工 2 天，进行厂

区消毒以及全员自筛。此后，随着感染人数的增多，相关部门要求该公司的外籍移工自本

月 7 日起全面停工 14 天，京元电预估 6 月产量将减少 30%至 35%。 

图  26 全球半导体封测市场占有率 

 

资料来源： 芯思想，东海证券研究所 

 

目前，中国台湾半导体产业链在全球地位领先，晶圆代工、封装测试产值均位居全球

第一，IC 设计位居全球第二。2020 年，台湾地区半导体产值已经超越韩国，跃居全球第

二，仅次于美国。作为全球半导体晶圆制造环节重镇，台湾企业中台积电（56%）、联电（7%）

在全球市场中的排名稳居前五位。 
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 图  27 2020 年全球晶圆代工企业市占率 

 

资料来源： Trendforce，东海证券研究所 

 

从台湾地区疫情发展状况来看，虽然近几日已经有了初步控制住的迹象，但这一波疫

情已经对今年半导体产业链的正常供给造成了不可逆的负面影响。 

作为半导体封测重镇，东南亚地区的疫情同样值得关注  东南亚在全球封测的市占率

为 27%，其中马来西亚占据了一半的份额，聚集了多家跨国企业生产线。因疫情恶化，马

来西亚政府此前宣布从 6 月 1 日起实施全面封锁管制，持续到 14 日，也对当地的半导体

封测行业的正常供给已经产生了一定的负面影响。 

考虑到台厂停工、东南亚封锁等因素影响当地半导体封测产能，将可能导致部分订单

转向大陆企业，封测端企业尤其是龙头上市公司的后续业绩或将受益。 

 

5.功率器件：新能源汽车拉动 IGBT 增长空间 

IGBT 是 Insulated Gate Bipolar Transistor(绝缘栅双极型晶体管)的缩写，IGBT 是由

MOSFET 和双极型晶体管复合而成的一种器件，其输入极为 MOSFET，输出极为 PNP 晶

体管，它融合了这两种器件的优点，既具有 MOSFET 器件驱动功率小和开关速度快的优

点，又具有双极型器件饱和压降低而容量大的优点，其频率特性介于 MOSFET 与功率晶

体管之间，可正常工作于几十 kHz 频率范围内，在现代电力电子技术中得到了越来越广泛

的应用，在较高频率的大、中功率应用中占据了主导地位。 

表 9 功率器件的产品演进路线  

类型 二极管 晶闸管 MOSFET IGBT 

发展时期 20 世纪 50 年代发明 20 世纪 60-70 年代  20 世纪 80-90 年代 21 世纪后 

适用电压环境 <1V 几千伏 10-1000V 600V 以上 

应用领域 电子设备、工业、汽车 工业、UPS、变频器 
家电、消费电子、汽车、

工控 

电动汽车、高铁、光伏、

风电、家电工控 

市场现状 门槛较低，国内厂商首先进行替代的产品领域 
中低压可替代，高压技

术追赶过程中 

自给率底，国产龙头斯

达半导 2.2%市占 
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代表厂商 
英飞凌、意法半导体、东芝、安世半导体（闻泰

科技）、捷捷微电、扬杰科技、苏州固锝 

英飞凌、意法半导体、

TI、NXP、、安世半导体

（闻泰科技）、士兰微、

华润微、新洁能、捷捷

微电 

英飞凌、意法半导体、

东芝、三菱电机、富士

电机、斯达半导、华润

微、比亚迪电子、中车

电气时代 

资料来源：ittbank，东海证券研究所 

 

国内 IGBT 市场规模有望加速增长  2019 年国内 IGBT 市场规模达到 22.14 亿美元，

较 2016 年 14.93 亿美元的数据有了较大幅度增长，年复合增长率达到 14%。同时，国内

IGBT 市场规模占全球比例也已经达到 45.78%。随着新能源汽车、轨道交通、智能电网等

领域的加速发展趋势，国内 IGBT 需求在未来几年内有望呈现加速增长趋势。 

图  28 全球及国内 IGBT 市场规模（亿美元）  

 

资料来源：高工产研，东海证券研究所  

 

新能源汽车领域拉动行业规模扩张  根据 Yole 的数据，目前功率半导体

IGBT/MOSFET 的应用领域中，新能源汽车及工业占据主要地位。预计到 2023 年，新能

源汽车领域 IGBT/MOSFET的市场空间将达到37亿美元，年均复合增长率预计高达8.2%，

显著高于其他领域增速。 
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图  29 IGBT/MOSFET 各应用领域规模预测  图  30 IGBT/MOSFET 各应用领域增速预测 

 

 

 

资料来源：Yole，东海证券研究所  资料来源：Yole，东海证券研究所 

 

IGBT 是新能源汽车中最为核心的部件之一，主要应用于以下几个方面： 

1、电控系统：大功率直流变交流（逆变器的功能）后驱动汽车电机； 

2、车载空调控制系统：小功率直流/交流逆变； 

3、充电桩：在智能充电桩中 IGBT 模块被作为开关使用，IGBT 模块占到了直流充电

桩 30％的原材料成本； 

新能源汽车的半导体组件物料成本相较传统燃油车有较大幅度提升，其中功率半导体

用量提升显著。传统燃油车中功率器件用量约 50 美元/辆，而电动汽车按类型的功率器件

用量能够从 48V 轻混车的 75 美元/辆上升至纯电动汽车的 455 美元/辆。 

图  31 汽车半导体元件物料成本（美元） 

 

资料来源：TrendForce，东海证券研究所 

 

IGBT 市场仍由外国企业主导，国内市场自给率低  2018 年全球 IGBT 市场中，英飞

凌以 22.4%的市场占有率排名第一，三菱以 17.9%排名第二，排名第三的富士电机市占率

为 9.0%。行业前五大公司的合计市占率达到 64.5%，行业集中度较高。而国内厂商中市

占率最高的斯达半导占有率仅有 2.0%，可以看出目前全球 IGBT 市场仍主要被国外企业所
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 占领。相较于目前接近 50%的全球市场规模占比，目前国内 IGBT 产品依然严重依赖进口，

在中高端领域更是有 90%以上的 IGBT 器件依赖进口。 

图  32 全球 IGBT 市场份额（2018）  

 

资料来源：英飞凌，东海证券研究所 

 

国内 IGBT 市场仍有较大产能缺口亟待填补  从国内 IGBT 领域发展状况来看，受到

下游市场需求增长推动的影响，国内 IGBT 行业近年来有着较为强劲的增长势头。部分此

前从事二极管、晶闸管等技术含量较低的功率半导体厂商，以及部分下游领域应用厂商也

纷纷向 MOSFET 以及 IGBT 领域积极布局。但从目前来看，国内市场的整体产能规模还有

待突破，国内市场需求还存在较大的产能缺口有待填补。2018 年，国内 IGBT 产量为 1,115

万只，较 2017 年的 820 万只增加了 295 万只，同比增长 36%。但同年国内 IGBT 产品市

场需求达到 7,898 万只，供需缺口高达 6,783 万只。 

图  33 国内 IGBT 产量及需求变化 

 

资料来源：智研咨询，东海证券研究所  
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6.投资策略 

全球缺芯潮带来的半导体国产替代机会  今年以来，全球各制造领域尤其是汽车行业

遭遇的半导体器件短缺成为了市场关注的焦点。此次广泛的半导体供给不足是需求端、供

给端以及突发事件等多种因素综合导致的结果，持续时间及影响范围超出市场预期，为国

产半导体行业的发展带来了机遇。 

半导体设备领域：2020 年以来，半导体设备制造商销售回暖趋势明显，全球几大核

心晶圆制造厂商均抛出超越市场预期的资本开支计划。虽然此后受到新冠疫情全球性扩散

的冲击，但从产品销售规模的增长趋势来看，上游市场对于半导体设备的整体需求并未减

弱。此外，国内晶圆制造产业迎来快速扩张期，将给上游设备市场带来成长机遇。目前国

内半导体设备国产化率普遍较低，全球半导体设备市场依然由美国主导，装备环节在中美

贸易摩擦的环境中极容易成为遏制国内产业链正常运转的关键性一环。在大基金二期的有

力推动以及外部环境催化的共同作用下，半导体设备领域的重要性将进一步凸显。 

半导体硅片领域：硅片行业周期与半导体行业周期基本同步，5G 手机，数据中心以

及汽车电子等将成为硅片行业未来需求增长的核心驱动力。行业整体竞争格局表现为市场

集中度高、进口依赖度高。中国大陆半导体硅片销售规模增长快于全球平均，从供需格局

来看，供给缺口目前仍然存在。2021 年全球新增晶圆产能有望创下历史新高，大陆半导体

晶圆产能扩张趋势延续，大量新建晶圆制造产能将按规划落地，未来国产硅片的替代趋势

值得关注。 

半导体封测领域：6 月，中国台湾半导体封测大厂京元电子竹南厂发生聚集性感染事

件。此后，随着感染人数的增多，相关部门要求该公司的外籍移工自 7 日起全面停工 14

天，京元电预估 6 月产量减少 30%至 35%。相对其他产业链环节，大陆半导体行业在封

测领域具有较强的市场竞争力。考虑到台厂停工、东南亚封锁等因素影响当地半导体封测

产能，将可能导致部分订单转向大陆企业，封测端企业尤其是龙头上市公司的后续业绩有

望受益。 

功率半导体领域：IGBT 是新能源汽车中最为核心的部件之一，应用于电控系统、车

载空调控制系统、充电桩等多个方面，同时具备较高的价值占比。随着新能源汽车制造等

领域的快速增长，国内 IGBT 市场规模已达到全球市场的 45%以上，而对应的国产产能还

存在巨大的缺口。近年来，国内功率器件厂商积极布局 IGBT 领域，未来拥有较大的国产

替代空间。 

 

7.风险提示 

1、宏观经济波动风险； 

2、下游市场需求不及预期风险； 

3、中美贸易摩擦风险； 

4、全球疫情持续扩散风险。 
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